（AA1N）顾客特殊要求
	更新项目序号
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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. LED灯0603封装:
1) 关于客户设计文件中存在有LED灯0603封装字符极性标识注明事项：
A） 对于新单，针对下图所示原设计极性标识的字符框（图1），后期全部采用更新后极性字符标识的设计（图2）。如果今后新单设计文件中还存在有图1所示的极性字符设计，全部反馈给到客户，要求客户重新提供GERGER文件；

原始设计极性标识的字符方式(图1)         更新设计后极性标识的字符方式(图2) 
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B） 对于NP单或NP更改单（即己经在我司生产加工过的订单），如果再次下单时，客户会重新提供相应的字符GERBER文件。此类订单我司已在ERP中设置风险提示，再次下单时如果客户没有提供新的字符GERBER文件，需反馈客户重新提供；
2.VCUT要求：


无要求时，按如下控制：V-CUT角度:30+/-5度， 

        V-CUT余厚控制:

                       成品板厚≤0.8mm           V-CUT余厚:0.35±0.1mm

                       成品板厚＞0.8mm但＜1.6mm  V-CUT余厚:0.40±0.1mm

                       成品板厚＞＝1.6mm         V-CUT余厚:0.53±0.13mm
3.内角：
          无要求时，成品板内槽与外型内角按R≤0.5MM的圆角控制
4.外形倒角：
          无要求时，且外形角为直角时，按R1.5mm的圆角制作

5.孔径公差：


  无要求时，PTH:+/-3mil;NPTH:+/-2mil;金属化槽孔：长度公差+/-4MIL,宽度公差+/-4mil

  非金属化槽：长度公差+/-4MIL,宽度公差+/-4mil

6.移孔：


无要求时，允许移动过孔通孔、盲孔、埋孔，以便减少工程制作难度
7.工具孔：


允许在工艺边上添加工具孔
8.削铜：


在不影响线路功能（开/短路）的情况下,可以削铜或移线距OUTLINE中心线0.25mm，如需V-CUT，削铜或移线距V-CUT中心线0.50mm,保证成品不露铜。对于NPTH孔钻在焊盘上或近焊盘，允许沿孔边削焊盘（最大8mil）保证成品不露铜。
9.阻焊油墨：

      阻焊使用绿色液态感光油墨，铜面上阻焊厚度最小为10um，线边拐角处阻焊厚度按5um(min)控制。
10.过孔工艺：

       （1）塞孔孔径：当成品孔≤0.406mm(16mil)且阻焊盖油时，做塞孔处理; 当成品孔设计＞0.406mm(16mil)且阻焊设计为盖油时,不做塞孔处理,成品接受油墨入孔或塞孔
       （2）对于过孔要阻焊油墨塞孔，将按单面和双面盖油的过孔全部按阻焊塞孔处理。针对双面开窗的过孔：对于只有一面处于Paste层的则从非Paste层掏开窗比孔单边大3mil做塞孔，并允许塞孔面存在小绿油圈，防止漏锡；其余双面开窗之过孔孔，均按双面开窗不塞孔制作。对于是表面是喷锡工艺的板，如是半塞孔的顾客接受藏锡珠的风险。
       （3）当存在二面有焊盘的器件孔，且一面开窗，另一面盖油时，顾客允许盖油面增加阻焊开窗（比孔径大6mil）
11.阻焊桥：

       贴片间距小于8mil时，允许阻焊开通窗

12.字符：


无要求时，使用白色字符油墨，无空间移动时允许套除。


丝印文字较小(字高<0.7mm)时，允许适当调整文字大小，保证清晰可见


若线路层、阻焊层及字符层均相同位置有相同的文字时，只保留字符层，直接删除线路或阻焊层的文字


当焊盘之间的设计距离＜0.43mm时,两焊盘之间的字符桥容易上盘，允许不保留字符桥，只保留阻焊桥。
13.标记：
        （1）优先在底层字符层加 eq \o\ac(○,D)及周期标记，周期格式为YYWW,底层无空间时，可加于顶层字符，附件中框位置处加周期
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（2）快捷标记：加快捷标记，单元板无空间加时，可加在工艺边上。



（3）满足无铅要求时，加无铅标记 


14.表面工艺：



沉金厚度：AU厚:0.0254UM(min); NI厚:2.54UM(min)
预审部分： 
1.验收标准:无要求时,验收标准为IPC-II级

2.板材：无要求时,使用高TG材料
3.板厚公差：无要求时，板厚小于等于1.0mm，板厚公差按+/-0.1mm；板厚大于1.0mm，板厚公差按10%
4.外形公差：无要求时，按+/-0.13mm控制.当设计有V-cut时,外围尺寸公差按+/-0.15mm,如外形公差为冲外形时成品外围尺寸公差按+/-0.15mm控制
5.铜厚：
        无要求时，内层1OZ，外层0.33OZ或0.5OZ基铜
6.孔铜：
        无要求时，孔铜最小18um,平均20um 

7.翘曲度：


最大翘曲度0.75%
8.表面处理：


无要求时，按沉金制作

CAM部分： 
1.线路
        （1）允许删除内层独立非功能性PAD（不影响网络）


（2）允许在导线与焊盘连接处加泪滴，以保证可靠性连接。


（3）工艺边上需要铺铜块或网铜，顾客允许在工艺边上添加测试模块，比如：VCUT测试盘、防止露字符测试点等等。


（4）无要求时，顾客允许加光学点保护环（保护环在制作阻焊的同时盖上阻焊油不露铜），可以不加
2.打叉板要求：



不允许打叉
_1523968623/D.zip


D.art

*
%FSLAX24Y24*%
%MOIN*%
G04 A1 - zfk3 mirror *
%AMA167*
1,1,0.000000,0.000000,0.000000*
1,1,0.000000,0.000000,0.000000*
1,1,0.000000,-0.147638,0.000000*
20,1,0.000000,0.000000,0.000000,-0.147638,0.000000,0.0*
1,1,0.000000,-0.147638,0.000000*
1,1,0.000000,-0.147638,0.055512*
20,1,0.000000,-0.147638,0.000000,-0.147638,0.055512,0.0*
1,1,0.000000,-0.147638,0.055512*
1,1,0.000000,0.000000,0.055512*
20,1,0.000000,-0.147638,0.055512,0.000000,0.055512,0.0*
1,1,0.000000,0.000000,0.055512*
1,1,0.000000,0.000000,0.000000*
20,1,0.000000,0.000000,0.055512,0.000000,0.000000,0.0*
%
%ADD10C,0.020000*%
%ADD11C,0.006000*%
%ADD12A167*%
%IPPOS*%
%LN67*%
%LPD*%
G75*
G54D10*
X004491Y043197D02*
G03X004491Y043197I-000787J000000D01*
G54D11*
X003549Y043529D02*
G01Y042889D01*
Y043529D02*
X003729D01*
X003806Y043499D01*
X003858Y043438D01*
X003883Y043377D01*
X003909Y043286D01*
Y043133D01*
X003883Y043042D01*
X003858Y042981D01*
X003806Y042920D01*
X003729Y042889D01*
X003549D01*
G54D12*
X004495Y041406D03*
M02*






